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投资者关系活动

主要内容介绍

1、公司与高通合作的端侧 AI 存储的进展如何？公司技

术在其中发挥了怎样的作用？如何看待公司端侧 AI 存储方

案未来的市场应用前景？

答：近期，高通宣布与江波龙等合作伙伴开展多方合作，

基于第六代骁龙®8 超级至尊版移动平台，将阶跃

StepEdge-Omni 30B-MoE（混合专家）模型面向端侧进行深

度适配与推理优化，成功打造具备自主服务和个性化能力的

端侧智能体助手。公司端侧 AI 存储解决方案，围绕 AI 数据

的访问特点与计算时序设计，通过存储参与端侧 AI 推理数

据调度，可实现模型权重从端侧 NAND Flash 存储的高效加

载。该技术通过存储与计算协同能够减少大模型对 DRAM 的

持续占用，显著提升模型加载和运行效率。

除本次与高通的合作外，公司已与 AMD、紫光展锐等多

家全球主要的主芯片厂开展端侧 AI 存储方案的适配工作。

其中，基于和 AMD 的联合调优，在 AI 移动工作站及 AI PC

平台的测试数据显示，搭载公司智能软硬件架构的设备，AI

PC 端模型规模提高约 3.2 倍，内存利用效率提升约 200%，

这一技术将为AI PC在普通个人用户的大规模推广奠定重要

的存储技术底座。

目前，“内存墙”的物理限制与高昂的内存成本，已成

为大模型在端侧 AI 广泛应用的重要阻碍。公司端侧 AI 存储

方案，在保证客户体验基本不变的前提下，能够实现 NAND

Flash 与 DRAM 整体存储方案在成本和技术优化层面的最优

解，具备极为广阔的市场应用前景。公司正与重要合作伙伴

一道，推进相关技术的产品化和市场推广。

2、如何看待公司未来的盈利变化趋势？

答：从存储器行业的历史经营情况看，企业的长期盈利

能力既取决于技术实力、产业链协同能力等综合竞争优势，

也与高端客户占比密切相关。通常而言，行业领先企业具备



技术能力、产品矩阵及产业链布局等多方面优势，能够更好

满足大客户对产品性能、兼容适配、可靠性及稳定供货等方

面的综合要求，高端客户占比较高，并具有更强的盈利能力

和相对明显的弱周期特征。

在 AI 发展浪潮下，公司全面拥抱端侧 AI，前期重点投

入的主控芯片、企业级存储、mSSD 等产品已陆续取得实质

性商业进展，并持续深化与全球知名客户的合作和导入，不

断提升高端客户收入占比，为公司业务增长及盈利能力提升

提供支撑。近期，公司还推出了HLC（高级缓存技术）、AIDIMM、

AILPBGA 等端侧 AI 存储的新技术、新产品。随着相关产品

逐步导入市场并实现更广泛的规模化应用，公司高端、高壁

垒、高附加值产品的收入占比有望进一步提升，持续优化产

品结构和盈利结构。

3、mSSD 产品的导入情况如何？

答：公司 mSSD（Micro SSD）产品通过 SiP（System in

Package）封装技术，将主控芯片、存储芯片（Die）、无源

元件（电阻、电容等）等不同功能的集成电路集成在一个封

装体内，实现 20×30×2.0 mm 的产品体积，尺寸远小于传

统 PCBA SSD。mSSD 产品性能满足 PCIe 的高标准,并通过简

化传统 PCBA SSD 的复杂生产流程,具备明显的综合成本优

势。

mSSD 高度契合了 AI PC 对极致性能与紧凑形态的苛刻

要求，公司正着力推动 mSSD 成为新一代产品标准，目前已

在多家全球头部 PC 厂商实现规模化商业应用。

4、如何看待存储价格未来变化趋势？

答：结合第三方机构公布的信息来看，AI 在云端和端

侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求

增量；受过往周期影响，海外原厂仍维持相对审慎的 NAND

资本开支计划，更多通过技术升级实现相对温和的 NAND 供



给增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。

关于本次活动是

否涉及应披露重

大信息的说明

本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单（如有） 无


